
2C14 高機能 笛 月表面処理鋼板の 開発 

入 江 敏 夫 川崎製鉄 

1 . 缶用培 板の高機能化 
我が国における 缶詰の生産員は 増加の一途を 辿っている ( 打 上 ) が、 これは 

ジュース、 コーヒー、 ビールなどの 飲料缶の増加による 所が大き { 現在では、 

缶詰全体の 9 0 96 以上を飲料 缶が 占めている。 缶にはその 胴 ( 筒の部分 ) の製造 

法 よりはんだ 缶 、 接着 缶 、 溶接 缶 、 および D I 缶に分類され ( 図一三 ) 、 素材とし 

ては、 ぶり き ( 鍋 めっき )  T F S ( ティンフリースチール 二極 薄 クロムめっき 

  などの表面処理 簗板 が年間約 2 0 0 

万 トン、 アルミニウムが 約 3 0 万トン 

使用されている。 

これらの中で、 ぶり き のはんだ 缶 

に伐 って T F S をナイロン接着剤で 製 

胴 する 「接着 法 」が、 また、 ぶり き を 

高周波抵抗溶接して 製 輻 する 「溶接 法 」 

が 、 その高生産性に よ り急激に増加し 

つっあ る。 これらの食用 缶の T F S や 

ぶりきは、 耐食性、 塗装性のほかに 接 

着佳 x は溶接住など 高度のぬ能が 求め 

られ、 その開発は朗 板 メーカ一にとっ 

て アルミの D I 缶に対抗する 上からも 

非常に重要な 研究開発課題となって い D  55  56  57  58  59      60  6@  62  63 
る Ⅰ 

年度 /  B 甜 

図 1. 缶 種別製造数の 推移 ( 国内 ) 
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図 2. 缶胴接合法と 材料 
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2 . 逆 電解法によるレトルト 用 T F S の開発 

接着 任は ビール 缶 として初めて 実用化され、 コ一 うなどの炭酸飲料にも 使用 

されるようになって 急激にその 便 mE が増大した。 しかし、 ジュースは 8 0 で 以 上 で殺菌してから 充坦 され ( ホットバック ) 、 コーヒーは缶に 充填してから 1 2 

0 で以上の高温殺菌処理 ( レトルト処理 ) を必要とする。 このレトルト 処理によ 

り 、 接着 部が 劣化し長期保存中に 破 仮 する危険性が 生じ、 T F S の品質改善が 必 

要となった。 接着 缶が ホットパソ ク 用に用途拡大され、 レトルト処理用 T F S の 

開発が活発化し 始めた昭和 5 1 、 2 年頃 当時、 後発であ る当社 ( 麦 上 ) はまだホ 

ットパソ ク 用が開発出来ておらず、 レトルト処理用 T F S の研究開発に 着手した 

のは昭和 5 5 年になってからであ った。 

T F S は 簗 板の上に厚さ 約 0 ． 0l が m の金属クロム 届と 約 0 ・ U2p m のクロム 水 

和 酸化物届を有する。 接着性を劣化させるのは、 クロム水和酸化物居中に 共 析す 
る 硫酸 根 であ り、 これは表面付近に 濃化している ( 図二 ) ことが先行他社により 
明らかにされていた。 したがって、 T F S 製造の最終工程で 9 0 で以上の熱水で 

それらの可溶性成分を 除去するとか、 硫酸 根 より悪形笘の 小さい弗素を 用いるな 

どの工夫がなされ、 先行他社ではまもなくレトルト 処理用 T F S の開発に成功し 

た 。 当社でも、 独自技術の開発に 迫られ次のような 点、 に着目した。 

T F S の製造は金属クロム 層の形成を目的とする 第 1 工程とクロム 水和酸化 

物 届の形成を主目的とする 第 2 工程より成る。 硫酸 根等 の 助剤 が必要なのは 第 1 

工程であ り、 この時、 金属クロム以外に 少量ながらクロム 水和酸化物も 生成し、 
その皮膜中に 多血の硫酸 根 が共 析 する。 そこで、 まず、 硫酸根の除去方法として 
は 硫酸根のみを 抽出するのではなくクロム 水和酸化物 表届 を逆 億 解して除去する 
方法を検討した。 しかし、 逆名解を行うとその 後で補 緩か 必要であ るが、 第 1 工 

程の役で逆 億 解すれば第 2 工程で自動的に 補修される。 また、 第 2 工程の竜膵液 
には硫酸 根 が要らないので、 桔局 、 硫酸 根 のないクロム 水和酸化物 層 が形成でき 

るのではないかと 考えた。 逆億解は クロムめっきの 枝 枝 パスの極性をマイナス か 

ら プラスに変えるだけでよい。 得られた T F S は 佐 れた 耐 レトルト処理性を 有し 

ており、 先行他社に追いつくことができた。 生産し易さと 言う点では先行技術 よ 

0 億れているものではないかと 思われる。 ( 昭和 6 1 年市村宜貢献 宜受甘 ) 

表 1. 占用鋼板メーカーと 製造開始年 OH, OH, OH, 

缶用 鋼板 製造開始年 
  

メーカー 電気ぶり き T F@ S   
  

    東洋鋼板 昭和 3 0 年 昭和 4 0 年 
  

    

新日本製鉄 昭和 3 3 年 昭和 4 1 年 息 c,  C,  C,  C 。 c,       
Cr Cr Cr Cr 

日本鋼管 昭和 3 7 年 昭和 5 6 年 桂ぐ 

  

Fe Fe Pe Pe Pe 

川崎製鉄 昭和 4 2 年 昭和 4 9 年 図 3. TFS 皮膜構造の模式 図 
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8 , 息杖 Sn めっき法による 溶接転用薄目付ぶりきの 開発 

溶接 缶用 素材としては、 はんだ法に用いるぶり き (Sn 付着 且 2. 8 g/m") から 

0 ・ 9 g/f" 以下と Sn 付着 母 をけ 3 以下に減らした 低コストの素材すなわち 薄目付 ぶ 

りき ( L T S ) の開発が世界各国で 行われていた。 

さて、 ぶりきの表面にめっきされた Sn は光沢を出すために 加熱溶蝕 ( リフロ 

一 ) されるが、 この際 Sn は一部地鉄と 合金を作る。 次に缶 メ 一ヵ一に神人される 

と表面に印刷、 焼付が行われるが、 ここでも合金化が 進む。 表面の Sn が全部合金 

化すると耐食性の 優れた 傲 密な合金屑が 生成し、 耐食性の低下を ヵ バ ー するのに 

役立っが 、 逆に高速で溶接するには 0 ・ 1 g/m" 以上の合金でない 金属 Sn が必要であ 

り 、 0 ， 9 9 ハ Ⅱ以下の Sn めっきでは金属 Sn が残らないことが 分 ってきた。 この問題 

に 対して、 目 拡散居を有する 表面に Sn めっきを行いリフローすると、 金属 Sn が 残 

っても 祇 密な Pe 一 Ni 一 Sn 合金屑が得られること、 さらに塗装焼付け 後に金属 Sn を 

残すための画期的な 方法を見出した。 それはリフロ 一処理に用いるフラックス 剤 

を謂捜して、 リフロー後の 金属 Sn 層を通常のぶりきのように 平滑な状態ではなく 

、 「 島状 」に分散させることであ る (          これは、 島の部分は金属 Sn の厚み 

が大きく、 塗装焼付時の 合金化 

反応は島の下部で 終わり、 鳥の 

  @aA7MagS<b@l 0.006 9 ， "2 
上部までは至らず 金属 Sn が残る 

ことを利用したものであ る。 こ 

うしして高速溶接佳は 得られた 

が、 塗装後の耐食性がまだ 不十 

分 であ った。 T F S の優れた 塗 

装後 耐食性からヒントを 得て 、 

Sn めっき後のクロム 水和酸化物 

処理工程において 金属クエムを 

共析 させることによりこの 問題 

も解決し、 溶接西周薄目付ぶり 

き、 「 リノく一 ウュ ルト」 の開発 

が完成した。 この 島 代金属 Sn の 

  金属クロム 0.006  9/ 甘， 

金屈錫 0 ． 5  9/ 田， 

Fe-Ni づ n 合金 ( 合金 Sn Ⅰ 0 ． 3  9 た り 

Hi 拡 故居 ( 合計ⅢⅠ 0 ． 07 9 ん， ) 

有効佳は他の 缶用棚板 メ 一ヵ一 地 鉄 

にも追認され、 溶接苗舟薄目付 

ぶりきは 島状 全店 Sn タイプが主 
図 4. リバー ウヱルト の皮膜構造 

流 となっている 0 ( 昭和 6 1 年 

大河内甘受賞 ) 

4 . 溶接 缶 m T F S の開発 一 究極の低コスト 溶接 占 用新板 一 

リバー ウヱルト より安価な溶接 任 用 笘板 が出来ないだろうか、 と言うのが次 

の課題であ る。 Ⅱ T S より安価な素材、 それは T F S であ り、 T F S に溶接 佳を 

付与できないか、 ということであ る。 一方、 T F S を溶接できる 溶接ぬの開発は 

世界シュア一の 大半を占める 溶接 ぬ メーカ一であ るスイスのスードコニク 社の課 
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題 でもあ り、 ス社 と当社とは共同開発契約を 拮 び 溶接機と糊板の 両面からこの 課 

題に取り組んだ。 T F S はその表面に 電気不良導体であ るクロム水和酸化物を 有 

するために溶接電極との 接触抵抗が高く、 うまく溶接できない。 リバー ウュルト 

の場合には、 柔らかく低融点の 金属 Sn が存在するために 電極の加圧力によって 容 

易 に高抵抗の水和クロム 皮膜が破壊されて 通電できるために 優れた溶接性が 得ら 

れる。 それでは T F S の場合にも電極で 
加圧された時に 高抵抗皮膜が 破壊すると 

うな工夫をすればよいではないか。 その 

ためには下宿にあ る硬度の大きい 金属 ク 

ロムに粒状突起を 形成させてはどうであ 
ろうか。 こうして考案したのが 粒状クロ 

ム T F S ( 呈上三上 ) であ る。 一方、 溶接 

枝 においては加圧力の 増大等の改善がな 

され、 この T F S の溶接が出来るように 
なった。 しかし、 この開発はまだ 完成し 

たわけではない。 というのは、 缶ノー ； 

一では既存の 溶接概でも溶接できる T F 

  

5 . 技術開発と体制 

図 上にのユーザーからの 情報収集に始まり、 製品開発に至るまでの 当社の体 

制を示した。 これは、 技術サービスが 製鉄所に所属していることを 除けば 極く一 

般 的な体制であ り、 特に戦略的と 言えるも 

のではない。 技術開発において、 情報収集 

によるニーズの 把握や戦略立案が 大卒なこ 

とは言うまでもないが、 それに 塞 いて研究 

陣 が何を生み出すか、 さらには、 それらを 

如何に工業化するかが 何より肝要であ ろう 

  これまでに説明した 例でいえば、 レトル 

ト用 T F S の開発における 「送電解」 によ 

る 硫酸根の除去、 溶接 缶用 L T S における 

「 島状鍋 」 による非合金 Sn の確保、 さらに 

、 溶接 缶用 T  F S における 「粒状 C r 」 の 

発想や発見が 開発の中一となったのは 明ら 

かであ る。 基礎的な技術力に 加わえて固定 ( 製品戦略，開発テーマ ) 

概念や常識に 捕らわれない 自由な発想を 研 図 5. 研究開発と組織 

究 者や工場技術者に 期待したい。 
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